
 
ボールセミコンダクターの�現  シリ

コンウエハの平坦な表面に、ステッパによ

り集積回路を焼付けるのが伝統的な IC チ

ップの製法である。これに対して、シリコ

ンボールの球面に集積回路を構築するのが

ボールセミコンダクター（球面半導体）の

原理である。具体的には、直径 0.5～ 1mm
φ程度の単結晶シリコンボール表面に、多

面体（ 45 面）のミラーを使用した 3 次元露

光システム（球面フォトリソグラフィ） に
よって IC や LSI を作製するもので、ボー

ルセミコンダクター社を起業（ 1996 年）し

た石川明氏によって米国で特許申請がなさ

れた。この技術が実用化すれば、金喰い虫

との悪名高い半導体製造プロセスに革命を

もたらすことは間違いなく、当時、マスコ

ミは大々的に報じた。しかし、この革新的

な半導体は期待されたほどの事業成果を発

揮できないまま、雌伏の期間を過している

のが現状である。  
ボ ー ル セ ミ コ ン ダ ク タ ー の 機 能 特 性 

ボールセミコンダクターは機能的にも、幾

つかの魅力ある特長を秘めている。まず、

平面シリコン（角チップ）に比べるとその

実表面積（＝ 3π r2）が 3 倍大きいことは、

投影面積（フットプリント）当たりの集積

密度が約 3 倍向上することを意味している。

また、複数個のシリコンボールを立体的に

接続（インタコネクト実装）することで、

VLSI（システム LSI）の構築も可能となる。 

1 つのチップに多くの機能を搭載する従来

の半導体実装に対して、ボールセミコンダ

クターでは、個々のシリコンボールに搭載

する IC をできるだけ単能化し、多様な機

能シリコンボールを選択・組合せ、立体構

造化することで、多彩な機能を付加した製

品システムを構築できるのである。更に、

ボールセミコンダクターはシリコン集積回

路（ロジックやメモリー IC）といった伝統

的な IC に止まらず、化合物半導体素子や

MEMS へ展開する可能性も秘めている。  
ソーラーエネル�ーと平板シリコン太

陽電池 環境意識の高まりに加え、国の補

助制度や過剰電力買い取り制度などが追い

風となり、太陽光発電はここ数年、国内で

住宅用として急伸し、世界市場は数兆円に

拡大する勢いである。日本の太陽電池メー

カ（シャープ、京セラ、三洋電機）はこれ

まで世界のトップを走って来たものの、最

近では生産量や国内普及率において世界の

潮流の後塵を拝している感が否めない。  
シリコンボール太陽電池の��  平板

シリコン太陽電池にとって、高額な設備費

および集光・変換効率の低さ（現在、10％
程度）からくる発電コスト高が、その普及

の足枷となっている。その救世主になるこ

とを嘱望されるのが、球状シリコン太陽電

池である（図 1）。すなわち、平面型のよう

に太陽を追尾する必要がなく高い集光効率

を誇っており、更に全方向（ 360 度）から
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